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Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 



• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

. BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 

As rescanning documents will nor correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 
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Beschreibung 

Bei kontakt- oder beriihrungslosen Chipkarten wird 
die zum Setreiben des in diesen enthaltenen Halbleiter- 
chips notwendige Energie uber zumindest eine Anten- 5 
nenspule zugefuhrt, wobei meistens eine transformato- 
rische Obertragung gewahlt wird. Auch der Datentrans- 
fer erfolgt uber diese Spuie. 

Es sind dabei sowohl gedruckte, geatzte oder galva- 
.nisch aufgewachsene Spulen~in Streifenleiterform als 10 
auch gewickeite Lackdrahtspulen ublich, wobei als Ba- 
sismaterial fur solche Lackdrahtspulen Kupfer verwen- 
det wird. 

Zur Verbindung der Spule mit dem Halbleiterchip 
werden zuerst die Anschliisse der Spule durch z. B. Er- 15 
hitzen, Bursten, durch chemische Behandlung oder Ver- 
zinnen abisoliert und dann z. B. durch Laserloten, Spalt- 
schweiBen, Ultraschall-SchweiBen, Wire-Wrap oder 
Kleben mit Silberlackkleber kontaktiert. Zur Herstel- 
lung einer soichen Verbindung sind also jeweils eine 20 
Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsgange bzw. Montage- 
schritte notig, die auch mehrere Maschinen zu ihrer 
Durchfuhrung erfordern. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Chipkartenmodul 
fiir eine kontaktlose Chipkarte, der einfach, kostengiin- 2 5 
stig und leicht automatisierbar herzustellen ist, sowie 
ein Verfahren zur Herstellung eines soichen Moduls an- 
zugeben. 

Die Aufgabe wird durch einen Chipkartenmodul ge- 
maB Anspruch 1 sowie ein Verfahren gemaB Anspruch 4 30 
geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind 
in den abhangigen Anspruchen angegeben. 

In erfindungsgemaBer Weise werden die Spulenan- 
schlusse direkt auf Kontaktfelder des Halbleiterchips 
gebondet. Der Bonder kann dabei direkt in den Draht- 35 
fuhrungskopf des Spulenwickelautomaten integriert 
sein, so daB alle Montageschritte mit einer Maschine 
durchgefuhrt werden konnen. In besonders vorteilhaf- 
ter Weise wird fur die Spuie ein Aluminiurndraht ver- 
wendet. Dieser ist mehr als halb so leicht wie Kupfer 40 
und hat auch einen nur etwa halb so groBen Elastizitats- 
modul, so daB diefertige Karte eine geringere Steifig- 
keit hat. Diese Art des Dickdrahtbondens ist z. B. aus 
der Leistungselektronik bekannt und wird gut be- 
herrscht, so daB eine hohe Ausbeute erzielt wird. 45 

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist der 
Halbleiterchip frei schwebend nur durch die Bondkon- 
takte gehalten in einer Ausnehmung eines Tragerkdr- 
pers angeordnet, so daB er gut vor Bruch bei Biegebean- 
spruchung der Chipkarte geschutzt ist 50 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Aus- 
fuhrungsbeispiels mit Hilfe einer Figur naher eriautert. 
Die Figur zeigt dabei eine mogliche Ausfuhrungsform 
eines erfindungsgemaBen Chipkartenmoduls. 

Ein flacher Tragerkorper 1 aus flexiblem, nicht leiten- 55 
dem Material weist eine Ausnehmung 2 auf. In dieser ist 
ein Halbleiterchip 3 eingesetzt. Der Halbleiterchip 3 
weist zwei Kontaktfelder 4 auf, die gegenuber den ubli- 
chen Chipkontaktfeldern durch z. B. eine Goldauflage 
vergroBert sind. Auf den Kontaktfeldern 4 sind die An- 60 
schlusse 6 einer Antennenspule 5 durch Bondkontakte 
befestigt. Dabei wurde der Draht, der in vorteilhafter 
Weise aus Aluminium ist, zunachst auf eines der Kon- 
taktfelder 4 gebondet, dann mittels des Fiihrungskopfes 
eines Drahtwickeiautomaten, in den der Bonder inte- 65 
griert ist, in mehreren Windungen zu einer Spule gewik- 
kelt (in der Figur sind nur zwei Windungen dargestellt, 
es konnen aber auch mehr sein) und zum SchluB wieder 
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auf das andere Kontaktfeld gebondet. AnschlieBend 
wird der Halbleiterchip 3 mit der auf erfinderische Wei- 
se daran befestigten Spule 5 in die Ausnehmung 2 des 
Tragerkorpers 1 eingesetzt, so daB die Spule 5 auf dem 
Tragerkorper 1 angeordnet ist. Der Tragerkorper 1 
kann dabei die Lange und Breite einer fertigen Chipkar- 
te haben, so daB lediglich durch entsprechende Abdek- 
kungen des Tragerkorpers die Chipkarte fertiggestelit 
werden kann. Der Tragerkorper 1 kann aber auch klei- 
nere Abmessungen als eine Chipkarte aufweisen. so daB 
er als Inlet in einen rahmenformigem Mittekeil der 
Chipkarte eingesetzt werden kann. 

Patentanspruche 

1. Chipkartenmodul mit einer auf einem Tragerkor- 
per (1) angeordneten Antennenspule (5), deren An- 
schlusse (6) mit einem ebenfails auf dem Tragerkor- 
per (1) angeordneten Halbleiterchip (3) durch 
Bondkontakte verbunden sind. 

2. Chipkartenmodul nach Anspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Antennenspule (5) aus lack- 
isoliertem Aluminiurndraht besteht. 

3. Chipkartenmodul nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halbleiterchip (3) in 
einer Ausnehmung (2) des Tragerkorpers (1) ange- 
ordnet ist. 

4. Verfahren zur Herstellung eines Chipkartenmo- 
duls mit folgenden Verfahrensschritten: 

— ein Ende eines dunnen Drahtes wird auf ein 
erstes Kontaktfeld (4) eines Halbleiterchips (3) 
gebondet, 

— der Draht wird mittels des Bondkopfes in 
mehreren Windungen (5) gefuhrt, 

— der Draht wird auf eine zweite Kontaktfla- 
che (4) des Halbleiterchips (3) gebondet, 

— die eine Antennenspule (5) biidenden 
Drahtwindungen werden derart auf einen Tra- 
gerkorper (1) angeordnet, daB der Halbleiter- 
chip (3) in einer Ausnehmung (2) des Trager- 
korpers (1) schwebend von den Bondverbin- 
dungen der Drahtenden (6) gehalten wird. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



- Leerseite - 



ZEICHNUNGEN SE.TE 1 ^ ^ DE 44 31 605 A1 

Int. CI. 6 : H 01 L 21/60 

Offenlegungstag: 7. Marz1996 




508 070/433 



